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OMNIMATE® 4.0 - a fejlédés kdvetkezé lépcséfoka Modularis hibrid csatlakozok egyszerii
konfiguralasa
Az OMNIMATE® 4.0 az egykabeles technolégia (One Rugal kombinalhaté felépités 4 "y
Cable Technology, OCT) trendijét kéveti. A moduldris ugaimasan kombinafhato elepites aram, Jel- €s
., . . . . - adatatvitelhez
koncepcio lehetévé teszi az adatokat, jeleket és energiat o i L.
* Jovdbiztos, egyparas Ethernet technoldgia
eredményeként szamos alkalmazasnal csokkentheti a
kabelezésre forditott eréfeszitéseit, leegyszer(sitheti
a karbantartast, és felgyorsithatja az automatizalasi
folyamatokat. A egyediilallé6 SNAP IN csatlakozas adja
a technoldgia gerincét, és felgyorsitja a vezetékezés
folyamatat.

A valaha késziilt leggyorsabb csatlakozas

* Gyors, biztonsagos és szerszam nélkiili vezetékezés az
egyediilalld SNAP IN csatlakozasnak koszonhetéen

¢ Készen all a robothoz ,Wire ready” szallitason keresztiil
nyitott bekotési ponttal

¢ Optikai és akusztikai visszajelzés is megfelel6
vezetékbekotés esetén.

Altalanos rendelési adatok

Verzio NYAK dugaszolé csatlakozé, tis érintkezésor, THT/
THR-forrasztott csatlakozassal, Osztas, mm (P):
5.00 mm, Pélusszam: 10, 180°, Tube

Sajat konfiguracié létrehozasa Rendelési szam 8000072456
Tipus MHS 5/10VT3BT
* Rugalmas konfiguralas és rendelés a Weidmdiller GTIN (EAN) 4064675423201
Configurator (WMC) segitségével Qty. 10 Stiick
. , L, . Termékadatok IEC: 400V / 25.3 A
* Csomagok feladasa harom napon beliil még egyedileg UL: 300V / 18.5 A
konfiguralt termékek esetén is Csomagolas Tube

e Automatikus arajanlat-készités konfiguralt termékekre
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Méretek és tomegek

Mélység 11,9 mm Mélység (coll) 0,469 inch
Magassag 17,2 mm Magassag (coll) 0,677 inch
Legalacsonyabb véaltozat magassaga 14 mm Szélesség 51,38 mm
Szélesség (coll) 2,023 inch Nett6 tomeg 6,463 g
Rendszerspecifikaciok
Termékcsalad OMNIMATE 4.0 Csatlakozas tipusa Aramkori lap csatlakozas
Felszerelés NYAK-ra THT/THR-forrasztott Osztas, mm (P)

csatlakozassal 5 mm
Osztas, inch (P) 0,197 " Kimend konyok 180°
Po6lusszam 10 Forrasztotiiskék szama pélusonként 1
Forrasztétiiske hossza (1) 3,2 mm Forrasztétiiske méretei 1,0x 1,0 mm
Forrasztészem furatatmérdje (D) Forrasztészem furatatmérdjének tlrése

1.4 mm (D) +0,1Tmm
Forraszbetét kiilsé atmérdje 2,3 mm Sablon nyilads 4&tmérdé 2,1 mm
L1, mm 45 mm L1, inch 1,772"
Sorok szdma 1 Erintkezésorok szama 1
Erintésvédelem a DIN VDE 57 106 Touch-safe above the Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint
szerint printed circuit board IP 20
Védelmi osztaly IP20 Térfogati ellenallas b mQ
Dugaszolasi ciklusok 225 Dugaszolasi eré/poélus, max. 85N
Huazéeré / polus, max. 86N
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag PA 9T Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport I
Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam Moisture Level (MSL)
(CT1) =600 1
UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Erintkez6 alapanyaga CuMg
Erintkez6 anyaga Cu-o6tvozet Erintkezd feliilet 6nozott
Onozas tipusa matt Tarolasi hémérséklet, min. -25°C
Térolasi hémérséklet, max. 55 °C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C
Uzemi hémérséklet, max. 100 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvany szerint tesztelve Névleges aram, min. pélusszam (Tu=20

IEC 60664-1, IEC 61984 °C) 25,3 A
Névleges aram, maximalis pélusszam Névleges aram, min. pélusszam
(Tu=20 °C) 20,8 A (Tu=40°C) 21,8 A
Névleges aram, maximalis polusszam Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség
(Tu=40°C) 18 A osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 400V
Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 320V osztalyhoz / szennyezés mértékéhez 250V
Névleges lokéfesziiltség a ll/2 Névleges Iokéfesziiltség a lll/2
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez 4 kv mértékéhez 4 kV
Névleges lokéfesziiltség a lll/3 Hézag, min.
tulfesziltség osztalyhoz / szennyezédés
mértékéhez 4 kV 4 mm
Kaszoéat, min. 5,4 mm
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UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) Tanusitvany szama (cURus)

us E60693

C

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi Névleges fesziiltség (D felhasznalasi

csoport / UL 1059) 300V csoport / UL 1059) 300V

Névleges fesziiltség (F felhasznalasi Névleges aram (B felhasznalasi csoport/

csoport / UL 1059) 420V UL 1059) 185 A

Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

UL 1059) maximalis értékek - lasd a
10 A tanuasitvanyt.

Kaszéaramut, min. 5,6 mm Térkoz, min. (UL 1059) 4 mm

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002637 ETIM 7.0 EC002637

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637

ECLASS 9.0 27-44-04-02 ECLASS 9,1 27-44-04-02

ECLASS 10.0 27-44-04-02 ECLASS 11.0 27-46-02-01

ECLASS 12.0 27-46-02-01 ECLASS 13.0 27-46-02-01

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség A termékek fejlesztése, gyartasa és szdllitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany ,megengedheté”
kategoriaja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket kérésre kiértékeljiik.
Megjegyzések * A névleges aram a névleges keresztmetszettdl és a minimalis polusszamtol fligg.

* P arajzon = osztas

* A névleges adatok kizarélag magatol a komponenstdél fliggenek. A mas komponensek felé érvényes
hézagokat és kiszéutakat a vonatkozé alkalmazasi szabvany szerint kell tervezni.

Forrasztészem atméréje D = 1,4+0,1 mm

* Az IEC 61984 szerint az OMNIMATE-csatlakozdk megszakitasi kapacitas nélkili csatlakozok (COC). A
tervezett haszndlat alatt a csatlakozék nem dughatoék be vagy ki fesziiltség vagy terhelés alatt

¢ A termék hosszu ideji tarolasa 50 °C atlagos hémérsékleten és maximum 70% paratartalmon, 36 honap

Tanusitvanyok

Jévahagyasok

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E60693

Letoltések

Approval/Certificate/Document of CoC_cURus_E60693 MPS MHS_202207.pdf
Conformity Declaration of the Manufacturer

Engineering Data CAD data — STEP

Katalogusok Catalogues in PDF-format
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Hole pattern
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Wave Solder Profile

Recommended wave solderding profiles Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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Single Wave:
Contact time appr. 3 sec.
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Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included
two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmiiller PCB terminals and connectors are
qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:
- PCB thickness

- Proportion of Cu in the layers

- Single/double-sided assembly

- Product range

- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum
soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above
maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.
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Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production.
But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of
solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:
* Time for pre heating

* Maximum temperature

* Time above melting point

* Time for cooling

* Maximum heating rate

* Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are
prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically <+3K/s. In parallel the solder paste is ,activated’. The
time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum
temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at =-6K/s solder is
cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

We reserve the right to make technical changes.
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